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Resumen

La propuesta de este trabajo de investigacion consiste en
buscar las condiciones experimentales (tiempo 'y
temperatura de talinacion) para la obtencion de peliculas
delgadas superconductoras depositadas sobre substratos
de plata con fase TI-2223 y TI-1223 ademas de la
transicion entre estas fases en peliculas delgadas con y sin
plata usando el horno de una zona. Una vez obtenidas
estas condiciones se plantea experimentar con 4
cantidades distintas de plata (evaluando su desempeiio en
el tamafio de cristal, las caracteristicas eléctricas y
estructurales de las peliculas delgadas superconductoras
que presenten la fase T1-1223) para poder encontrar la
cantidad optima de Ag.

Introduccion

En los ultimos afos, se han tratado de encontrar
materiales superconductores que soporten grandes
corrientes eléctricas dentro y fuera de grandes campos
magnéticos pero a temperaturas que sean cercanas a las
del ambiente; esto para que se amplien las aplicaciones de
estos materiales y no sean los costos muy altos para su
operacion. Lo que también se hay buscado es mejorar las
caracteristicas estructurales y eléctricas de los materiales
superconductores que ya se han estudiado. Se ha
observado que la adicion de plata mejora los valores de
las caracteristicas eléctricas de estos materiales y las hace
mas cristalinas ademas de bajar la temperatura de
talinacion de estos materiales superconductores pero
crecidos en forma de pelicula delgada [1]. Se ha
observado que la plata usada como dopante durante el
tratamiento térmico, en el cual se incorpora el talio, hace
que haya un tipo de fundido y con esto se mejoran las
condiciones estructurales y eléctricas en peliculas
delgadas con fase TL-2223 depositadas sobre substratos
no metalicos[2]. También se han observado estos efectos
en peliculas delgadas superconductoras con fase T1-1223
pero usando el horno de dos zonas [3] y depositadas sobre
plata. Lo que se busca es obtener peliculas delgadas
superconductoras con fase TI-1223 depositadas sobre Ag
en el horno de una zona dopadas con plata y encontrar la
cantidad optima de este dopante. Lo anterior se va a

buscar observando el mejoramiento en los valores de
caracteristicas estructurales y eléctricas de las peliculas
delgadas superconductoras. Se va a tratar de estudiar la
posible correlacion de estas caracteristicas con respecto a
la cantidad de plata usada como dopante.

Procedimiento Experimental

Las peliculas delgadas superconductoras se van a obtener
por el método de dos pasos. Primero se va a obtener una
pelicula precursora y después como segundo paso
mediante un tratamiento térmico se le va a incorporar el
talio. Como materiales fuente se van a wusar
metalorganicos y como solvente N,N-Dimetilformamide.
Una vez disueltos los materiales fuente en el solvente y
habiendo obtenido la solucion, esta se va a depositar sobre
el substrato de plata caliente mediante la técnica de spray
pirolisis. Las condiciones experimentales del deposito
(temperatura y tiempo de deposito entre otras) se van a
buscar para que sean optimas. Para incorporar el talio en
la pelicula precursora se va a usar el horno de una zona
(tanto la fuente de talio como la precursora estan a la
misma temperatura); como fuente de talio se va a usar una
pastilla cruda que contiene T1,0;,BaCuO y CaCuO. En
esta etapa también se buscaran las condiciones
experimentales (tiempo y temperatura de talinacion), para
que las propiedades superconductoras de las peliculas
delgadas sean optimas.
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